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Pd 2%, 5%

containing,

Sulfur

resistance,

Pd2% : ≦4

Resistant ionic

migration,

Nickel

plateable

Pd5% : ≦6

スクリーンオフ
セット印刷用

スクリーン
オフセット
印刷

耐めっき性

For screen

offset printing,

Nickel platable

Al2O3HS109 Ag ≦3 ≧4 900 ℃  10min

Screen printing

スクリーン
印刷

Glass

HS201 Ag ≦4 ≧4 900 ℃  10min AlN

HS301 Ag ≦3 ≧2
500-650 ℃

10min

Al2O3

HS102P AgPd ≧4 900 ℃  10min Al2O3

HS101T Ag ≦3 ≧4 900 ℃  10min

Screen printing

スクリーン
印刷

Screen offset

printing

接着強度
推奨硬化/

焼成条件
対応基板型番 導体成分 用途 /特徴
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